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LAMINAR 5000
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LAMINAR 5000 ist ein hochproduktiver Negativ Trockenresist, der in wassrig-alkalischen Losungen ver-
arbeitet wird. Er zeichnet sich durch folgende positive Eigenschaften aus:

= sehr gute Haftung auf allen Kupferoberflachen
* hohe Lichtempfindlichkeit

= exzellenter Belichtungskontrast (latent)

=  sehr gute Auflosung

» ausgezeichnete ammoniakalische Atzresistenz
= sehr gute Galvanobestandigkeit

= herausragende Tentfahigkeit

= Dbreiter Verarbeitungsspielraum

= geeignet fur Inline-Fertigung

LAMINAR 5000 steht in drei Schichtdicken zur Verfigung:
Resisttyp ~ Schichtdicke (um)
5032 32

5038 38
5050 50
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Allgemeine Hinweise
Lagerbedingungen

LAMINAR 5000 soll méglichst in der Verpackung, bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C, bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 60 % horizontal gelagert werden. Bei Langzeitlagerung soll-
te die Temperatur mdglichst unter 15°C liegen.

Beleuchtung der Arbeitsrdume

FUr die Raumbeleuchtung eignen sich gelbe Leuchtstoffrohren z.B. Philips 1,2 m TL-D 36 W-16. deren
Emission unwirksam fur Trockenresiste ist. Die Fenster sind mit einer nicht ausbleichenden Gelbfolie
abzudecken, die undurchlassig fur Licht der Wellenlangen unter 450 nm ist. Ebenso geeignet ist bei-
spielsweise Plexiglas der Firma R6hm, Darmstadt, Typ Gelb 303.

Verarbeitung
Vorreinigung

Optimale Haftung wird auf metallischen Oberflaichen erzielt, die fett- und oxidfrei sind. Zur Erreichung
solcher Oberflachen kdnnen mechanische oder chemische Verfahren eingesetzt werden.

Laminieren

Die Haltezeit zwischen Vorreinigung und Laminieren sollte 60 Minuten nicht Gberschreiten, da sonst
durch Bildung von Oxiden die Resisthaftung beeintrachtigt werden kann. LAMINAR 5000 kann auf allen
handelsublichen Laminatoren verarbeitet werden. Gut geeignet sind z.B. die Hot Roll Laminatoren von
Shipley HRL 350 und HRL 360 sowie der Cut Sheet Laminator CSL 1600.

Laminierbedingungen:

Die Oberflachentemperatur der laminierten Platte sollte, direkt nach dem Laminieren gemessen, bei ei-
ner Dicke von 1,5 mm, ca. 50°C betragen.

Walzentemperatur 110°C +/-5°C
Laminierdruck 3 -5 bar
Laminiergeschwindigkeit 0,5 - 3 m/min

Abhangig von der Basismaterialdicke, der Aufrauhung, einer eventuellen Plattenvorwarmung und sonsti-
gen betriebsspezifischen Gegebenheiten kdnnen auch andere Laminierbedingungen gewahlt werden.
Prinzipiell sind deshalb alle marktiblichen Automatik-Laminatoren fir Inline-Verarbeitungen auch mit
hoheren Laminiergeschwindigkeiten problemlos einsetzbar.

Belichten
Die laminierten Platten sollten senkrecht im Gestell gelagert werden, um eine Verpragung der Resisto-
berflache durch Staub oder sonstige Partikel zu vermeiden. Vor der Belichtung miussen die Platten auf

Raumtemperatur abgekuinhlt sein.

LAMINAR 5000 hat seine maximale Lichtempfindlichkeit im Spektral bereich zwischen 340 und 420 nm.



LAMINAR 5000

GPI1 102701

3von8

Abb. 1: Spektrale Empfindlichkeit von LAMINAR 5000.

Gute Belichtungsergebnisse erzielt man mit eisendotierten Brennern.

Als Richtwerte fur die Belichtung mit 5 kW-Brennern gelten bei

LAMINAR 5000:

5032 |5038 |5050
Stoufferkeil (21-Stufen) kupferfrei 10 10 10
Bel.-Energie (mJ/cm? ORC-Sonde UV350*) | 35 50 70
. Belichtungszeit (sec) eisendotiert, 5 kW 4 7 10
z. B. (MO 61, Fa. Sylvania)
undotiert. 5 kW, (IML5000, Fa. ORC) 5 8 11
HI-Belichter bei 2.5 kW 3 4 5
POK-Belichter bei 2 kW 7 11 13

*) gemessen durch Filmvorlage

Die Ermittlung der optimalen Belichtungszeit sollte mit dem 21-Stufen Stouffer Belichtungskeil erfolgen.
Um Abweichungen (UV-Lichtdurchlassigkeiten) der verwendeten Filmvorlagen mitzubericksichtigen,

muss der Testkeil unter den transparenten Arbeitsfilm gelegt werden.

Unterbelichtung fuhrt beim Entwickeln zu Bildverlust, Uberbelichtung zu Linienverbreiterung bis hin zum

Zuwachsen feiner Zwischenraume.

Bei Wahl eines 5 kW Brenners mit verspiegeltem (nicht gehdmmertem) Reflektor in einem Gerat mit gu-
tem Vakuum wird fir eine 1:1 Wiedergabe bei gleichzeitig guter Durchhartung fiir LAMINAR 5032, 5038

und 5050 eine kupferfreie Stufe 10 des 21-Stufen-Stoufferkeil empfohlen.

Bei ammoniakalischen Atzanwendungen kann es vorteilhaft sein, langer zu belichten.

Stufe kupferfrei
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Stufe kupferfrei {21-Stouffer)

Abb. 3: Abhéangigkeit der Aufldsung
(Leiter/Abstand 1:1 ) von der Belichtung bei
11 4 D 2 A LAMINAR 5000 Typen (21- Stouffer)
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Entwickeln

LAMINAR 5000 wird in etwa 1 %iger Natriumcarbonat- oder GT-Developer Lésung entwickelt. Es besteht
eine Abhangigkeit der Entwicklungsgeschwindigkeit von der Temperatur sowie der Auslegung der Ma-
schine (Spruhdruck, Dusenform, Disenanordnung, Lange der Entwicklungskammer etc.).

Folgende Entwicklungsparameter werden fir LAMINAR 5000 empfohlen:

5032 ]5038 5050
Entwicklerkonzentration (Gew. %) Natriumcarbonat wasserfrei 1+/-0,2
Entwicklertemperatur (°C) 28 - 33
Spruhdruck (bar) 1,0-2,0
Entwicklungszeit (sec): (Combistem, 1 % Soda, 30°C)
Breakpoint
(Abentwicklungszeit) 35 40 o5
Breakpoint + 50 % 50 60 80

Zur Ermittlung der exakten Abentwicklungszeit (Breakpoint) wird eine mit LAMINAR 5000 laminierte Plat-
te nach Entfernen der Polyesterfolie so lange entwickelt, bis die Kupferoberflache frei von Resist ist. Fir
die Produktion sollte die so ermittelte Entwicklungszeit jedoch um 50 bis 100 % erhéht werden, damit
eine ausreichende Sicherheit im Arbeitsablauf gewahrleistet ist.

Nach dem Entwickeln ist kraftig mit Wasser (Temp. > 18°C) zu sptlen (Sprihdruck 1,0 - 1,5 bar) und
anschliessend zu trocknen. Der pH-Wert des Spullwassers sollte nicht unter 6,8 liegen, um
Resistausfallungen zu vermeiden. Die Wasserharte sollte bei mittlerer Harte (5 bis 10 dH) liegen.

Eine gute Trocknung nach der Entwicklung ist fur die nachfolgenden Prozessschritte von Vorteil.
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Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass zwischen Entwicklung und Spilung der auf der Platte
befindliche Entwickler nicht antrocknet.

An entwickelten und getrockneten Platten kann ein Test auf schleierfreie Abentwicklung mit 15 %iger
Natriumpersulfat-, Preetch-Losung oder mit einem chemisch reduktiven Zinnbad (z.B. Tinposit LT-34,
von Shipley) durchgefuihrt werden.

Tritt beim Entwickeln stérender Schaum auf, kann dieser durch Zusatz von 0,2 bis 1,0 ml eines geeigne-
ten Antischaummittels pro Liter Entwickler beseitigt werden. Bewéhrt hat sich der Entschdumer Shipley
AF2750. Nahere Einzelheiten enthehmen Sie unserem separaten Datenblatt.

Es ist gunstig den Entschaumer kontinuierlich mit einer Dosierpumpe zum Tank zuzugeben, um eine
gute Verteilung zu gewahrleisten. Es ist darauf zu achten, dass das Antischaummittel dem in den Sumpf
zuruickfliessenden Entwickler zugesetzt wird, da es als oberflachenaktive Substanz so die beste Wirkung
zeigt.

Da der Entwickler frei von organischen Ldsemitteln ist, sind neben Verarbeitungsgeraten aus Edelstahl
auch solche aus Kunststoff (PVC, PP) geeignet.

Als maximale Resistbeladung im Entwickler werden folgende Werte empfohlen:

5032: 0,20 m#/I

5038: 0,15 m#/I

5050: 0,10 m#/I
Tenting

LAMINAR 5000 besitzt eine herausragende Tentfahigkeit. Mit LAMINAR 5038 und 5050 werden Bohrun-
gen bis zu einem Durchmesser von 10 mm (Restring 200 um) sicher Gberspannt. Die Platten missen frei
von Bohrgrat sein. Die Arbeitsbedingungen sind auf die jeweiligen Gerate abzustimmen. Besonders fur
Tenting sollte der Laminierdruck 3 bar nicht Gberschreiten und die Zugspannung der Resistaufnahmerol-
len mdglichst gering gehalten werden. Zwischen Laminieren und Belichten sollte fir Tentinganwendun-
gen eine moglichst kurze Haltezeit eingehalten werden. Zwischen Belichten und Entwickeln sollte die
minimale Haltezeit fiir Tentingplatten finf Minuten betragen.

Galvanisieren

Vor dem Galvanisieren muss die entwickelte Platte sorgféltig gereinigt werden (saurer Reiniger), um eine
gute Haftung der Metallabscheidung zu gewabhrleisten.

LAMINAR 5000 ist in den in der Elektronik-Industrie Ublicherweise eingesetzten sauren Kupfer-Zinnblei
und Zinnbadern bestandig.

Der Resist kann auch in sauren Nickel- und Goldbadern eingesetzt werden; wegen der Vielzahl unter-
schiedlicher Bader und Verarbeitungsbedingungen sollten Vorversuche durchgefiihrt werden.

Atzen
LAMINAR 5000 ist bestandig gegen die gebrauchlichsten sauren Atzmedien. Der Resist zeigt ausserdem

eine ausgezeichnete Resistenz in ammoniakalischen Atzmedien (incl. Replenisher-Spulung). Er ist zum
Atzen von 70 um Kupferdicken bestens geeignet. Die Empfehlungen des Herstellers sind zu beachten.
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Entschichten (Strippen)

Zur Entfernung des gehérteten Resists wird vorzugsweise eine 2 - 2,5 %ige Kalilauge empfohlen. Natron-
lauge gleicher Konzentration liefert deutliche grobere Strippfladen. Hier liegt der beziglich Strippzeit und
Fladengrdsse optimale Konzentrationsbereich bei 1,5 - 2 %. Eine Erh6éhung der Laugenkonzentration
verringert die Strippzeit bei gleichzeitiger Vergrésserung der Resistfladen.

Werte fur Tankstrippen vollflachig belichteter Platten:

5032 [5038  [5050
Stripper- Lésung Stripper- Temp. (°C) Strippzeit (sec)
2 % KOH 50 50-60 80-90 130-140
2 % NaOH 50 45 - 55 60-70 110-120

Die Strippzeiten werden stark beeinflusst von der Hohe des Galvanoaufbaus und den Leiterzugabstan-
den. Als Geréte eignen sich handelsubliche Durchlaufsprihanlagen.

Ein hoher Sprihdruck begunstigt das Strippverhalten. Da sich die abgeldsten Resistfladen nicht im
Strippmedium I6sen, werden Module mit Sumpfunterbau und Band- oder Cyclonfilter empfohlen.
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Abwasseraufbereitung und Umweltschutz

Zur Aufbereitung resistbeladener Abwasser werden hauptséchlich zwei Verfahren eingesetzt: Das erste
und zugleich am weitesten verbreitete Verfahren stellt die Fallung des Resists aus der Mischung von
Entwickler, Stripper und Spulwasser mit Sdure und nachfolgender Filtration Uber eine Filterpresse oder
Bandfilteranlage dar.

Hierdurch kdnnen bis zu 90 % des organischen Materials entfernt werden. Vor dem Einleiten in die Kana-
lisation ist entsprechend den jeweils geltenden 0Ortlichen Vorschriften ein pH-Wert zwischen 6,5 und 9
einzustellen.

Im zweiten Verfahren wird die anfallende Mischung von Entwickler, Stripper und Spullwasser einer Ultra-
filtration unterzogen und so auf ca. 1/10 ihres Ausgangsvolumens aufkonzentriert. Das anfallende Reten-
tat wird wie im ersten Verfahren dargestellt behandelt. Die Feststoffbeseitigung kann in geordneten De-
ponien oder durch kontrollierte Verbrennung in behérdlich genehmigten Anlagen erfolgen.

Der Resisttyp LAMINAR 5000 wurde auf Anlagen der Firmen Gutling und Leudolph auf seine Ultrafiltrier-
barkeit geprift und mit gutem Ergebnis eingestuft.

Sicherheitshinweise

Der Hautkontakt mit dem unbedeckten Resist sowie dem gebrauchten Entwickler ist zu vermeiden, um
bei hautempfindlichen Personen allergischen Reaktionen vorzubeugen.

Die Laminierempfehlungen sind zu beachten.

Es wird empfohlen, das Laminieren in einem Raum mit wirksamem Luftwechsel vorzunehmen; am guns-
tigsten ist es, wenn direkt Uber dem Laminator eine Abzugshaube installiert ist.

Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Sicherheitsdatenblétter tUber Handhabung, Sicherheit- und Lagerung beachten!

Nur fur industrielle Zwecke

Vorstehende Angaben beruhen auf unserer Erfahrung, sie werden von uns nach bestem Wissen gemacht. Da sich die konkreten Umstande der
Anwendung unserer Produkte unserer Kontrolle entziehen, kdnnen wir eine Gewahrleistung fur die einwandfreie Qualitat nur zum Zeitpunkt der
Anlieferung Gibernehmen. Auch haften wir nicht, wenn die Anwendung unserer Produkte gegen gewerbliche Schutzrechte Dritter verstossen
sollte. Im Ubrigen gelten ergédnzend unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Circuposit, SHIPLEY und ,'S* logo sind eingetragene Warenzeichen der Shipley Company, LLC.
Teflon ist ein eingetragenes Warenzeichen der E | DuPont de Nemours und Company Inc.
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Shipley Vertretungen Europa

European HQ France

Shipley SAS

La Tour de Lyon

185 rue de Bercy

75 579 Paris Cedex 12
France

Tel.: +33 1 4002 5400
Fax.: +33 1 4002 5407
infoFrance@shipley.com

France

Shipley SAS

3 rue Sigmund Freud
BP 55-69511

Vaulx en Velin
France

Tel.: +33 4 7880 0832
Fax:+33 4 7204 3778
infoFrance@shipley.com

Italy

Shipley Europe Ltd

Viale Lombardia 52

21040 Castronno (Varese)
Italy

Tel.: +39 0332 896311
Fax..  +39 0332 896398
infoltaly@shipley.com

Switzerland / Austria

Shipley Schweiz AG
Grossmatte 4

6014 Littau
Switzerland

Tel.: +41 41 259 44 44
Fax.: +41 41 259 44 00
infoSwiss@shipley.com

United Kindom

Shipley Europe Limited
Herald Way

Coventry CV3 2RQ

UK

Tel.: +44 24 7665 4400
Fax.: +44 24 7644 0331
infoUK@shipley.com

United Kindom

Shipley Europe Limited
18 Chesford Grange
Woolston

Warrington WA1 4RQ
UK

Tel. : +44 1925 824105
Fax.: +44 1925 819826
infoUK@shipley.com

Germany

Shipley GmbH
Gewerbestrasse 19
75217 Birkenfeld
Germany

Tel.: +49 70 82 79140
Fax..  +49 70 82 20895
infoGermany@shipley.com

Benelux

Shipley BV
Sportlaan 76
5223AZ
‘s-Hertogenbosch
The Netherlands

Tel.: +31 73 621 5550
Fax.: +31 73 621 1906
infoBenelux@shipley.com

Scandinavia

Shipley Svenska AB
Véaxthusgatan

SE-602 28 Norrkdping
Sweden

Tel.: +46 11108170
Fax.: +46 1112 67 87
infoSweden@ Shipley.com



